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オープンイノベーション研究開発拠点の構築

  :                       (KISTEC)

多様化するMore than Moore の電子デバイスシス

テム集積  に向けて、先端実装  の  分野

への展開や次世代実装  の 官学連携開発体

制構築を目指した  会を２０２２年に設 しました。
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新しい技術の統合

次世代実装システム技術研究会

集約する場の提供

次世代電子実装システム技術研究会の運営

高速実装（短TAT）および低応力化 接合評価用TEGの作製

作製したフォトマスク
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ネガレジスト対応（ポジも対応可）
基板

積層チップ

技術提供:東レエンジニアリング株式会社

2.5次元積層実装プロセスの確認

・フリップチップ接合装置等を駆使し2.5次元積層実装プロセスを検証。
→100 μm厚の積層実装方法を確認した。
（50 μm厚についても検証をした実績あり。）
高速化と薄型チップへの対応が重要

2.5次元積層実装サンプル(試作品)

積層TEG(100 μm厚×4層)

TEG(380 μm厚×1層)

Si基板（試作品）

Si基板(インターポーザ)
(380 μm厚×1層)

15 mm×10mm

10 mm×10mm

40 mm × 56 mm

TEGを積層実装

薄膜ウェハ貼り合せ装置
大沢工業社製

ブリッジ構造の高周波シミュレーション(試作)

・インターポーザ等の高周波化への対応。
→特性インピーダンス 50Ω時のLine & Spaceで実施

東京都市大学
理工学部電気電子通信工学科
Lim Ying Ying講師

次世代電子実装システム技術研究会
（KISTEC主催）

プロジェクト化

レーザー転写実装技術 WG

次世代基板，再配線 WG

実装材料 WG

会員サービス
-講演会
-技術交流会
-ニュースレター
-コーディネート

想定している会員
企業、KISTEC、大学、
公設試、産総研

研究開発の加速

競争的資金

たとえば・・・ 共同研究

ワーキンググループ(WG)

・実装技術
・信頼性技術
・検査法

・標準化

・新技術
・特許&論文

共通基盤研究（複数社）
個別共同研究（1社）

アウトプット

情報
収集

外部連携

産技連 ・公設試

・国内研究拠点（大学、研究機関、AIST）

（ネットワーク活用)

協力 ・各コンソーシアム
・神奈川R＆D
・CUP-K

・競争力強化
・人材育成

アウトカム

代表：青柳昌宏卓越教授
(熊本大学)
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薄型ウェハ(10 μm厚)
フォトリソグラフィ試作

研究開発中
研究開発中
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